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Pressurex Druckmessfolie

Unbemerkte Pressdruckschwan-
kungen kdénnen schlechte oder un-
terbrochene Flip-Chip Verbin-
dungen ergeben, was zu Produkti-
onsausfallen, einer geringeren lang-
fristigen Betriebssicherheit sowie zu
erhéhten Kosten fihrt. Die Einhal-
tung einer gleichmaBigen Press-
druckverteilung zwischen den
Oberflachen eines Flip-Chip Werk-
zeugs stellt zum einen sicher, dass
zwischen dem Basismaterial und
dem Chip Planparallelitat vorhan-
den ist und die Bondhiigel optimal
zusammengedriickt werden, und
andererseits ein kontrollierter, re-
produzierbarer Spalt zwischen
Werkzeug und Basismaterial ent-
steht. Die Pressurex Druckmessfolie
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Pressurex zeigt ein Druckprofil auf der
Oberflachedes Flip-Chip Bonders.
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ist ein wertvolles Hilfsmittel beim
Einsatz eines Flip-Chart Bonders,
der nicht in der Lage ist Druck-
schwankungen an der Oberflache
eines Bondwerkzeugs zu messen,
sondern sich auf den durchschnitt-
lichen Druck verlasst und wo ein-
fach angenommen wird, dass ein
einheitlicher Druck vorhanden ist.
Wird Pressurex bereits erfolgreich
beim Wafer-to-Wafer Bonden ein-
gesetzt, so kann es in dhnlicher We-
ise beim Flip-Chip Bonden zum Ein-
satz kommen, um fiir eine preis-
werte Uberwachung der Planparal-
lelitdt und DruckgleichmaBigkeit zu
sorgen. Mit der Pressurex Druck-
sensorfolie ist eine komfortable, ge
naue, reproduzierbare und preis-
werte Uberwachung der Bonding-
phase wie auch der Planparallelitat
mdoglich. Die sehr diinne, flexible
Sensorfolie zeigt Driicke zwischen

2 —43.200 psi (0,14 — 3 000 kg/cm?2).
Plaziert man die Folie zwischen auf-
einandertreffende Oberflachen ei-
nes Flip-Chip Bonders, so verdndert
sie ihre Farbe sofort und nachhaltig
und zwar direkt proportional zum
Ist-Druck. =~ www.sensorprod.com
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